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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Anordnung mit einer Leiterplatte und einer eine
Warmeplatte bildenden Sohle, die auf einer einen
Kuhler bildenden Grundplatte angeordnet sind.

[0002] Bei einer Anordnung dieser Art ist die Leiter-
platte herkdmmlicherweise doppelseitig und weist
metallisierte Loécher ML auf, wie Fig. 1 veranschau-
licht.

[0003] Diese metallisierten Lécher ML bilden soge-
nannte , Thermal Vias", welche zusatzlich zu der elek-
trischen Verbindung zwischen den beiden Seiten des
Substrats eine Warmelbertragung zwischen der
Grundplatte und den warmeabflihrenden Bauteilen
ermdglichen, die von der Leiterplatte getragen wer-
den.

[0004] Jedoch lasst sich durch diese Lécher eine
nur geringe Warmeubertragung erzielen. Obwohl die
Warmeleitfahigkeit von Kupfer ungefahr tausendmal
héher ist als jene der Expoxidmaterialien, aus denen
die Substrate der Leiterplatten hergestellt werden, ist
die Warmelbertragung in der Tat gering, weil die
Kupferschichten, die auf den Wanden der die Subst-
rate durchziehenden Ldcher aufgebracht werden,
sehr dinn sind (ungefahr 30 um).

[0005] Dokument US-A-5 646 826 schlagt vor, bei
Anordnung eines Bauteils/von Bauteilen auf einer
»Thermal Vias" aufweisenden Leiterplatte die War-
melbertragungskapazitat dieser ,Thermal Vias" da-
durch zu erhéhen, dass ein Material in sie injiziert
wird, dessen Eigenschaften hinsichtlich der Warme-
abflihrung jenen des Leiterplattensubstrats Uberle-
gen sind. Lésungsvorschlage, welche die Verwen-
dung von Injektionen dieser Art vorsehen, sind im all-
gemeinen teuer und erfordern die Bereitstellung von
spezifischem und umfangreichem Gerat.

[0006] Dokument DE-A-196 01 649 schlagt vor, bei
einer Anordnung eines Bauteils/von Bauteilen auf ei-
ner Leiterplatte einen Teil der Leiterplatte durch ein
massives Metallteil zu ersetzen, welches eine gréRe-
re Leitfahigkeit als die Leiterplatte besitzt. Die Ver-
wendung eines massiven Metallteils zieht Probleme
beziglich der Ebenheit der Anordnung nach sich und
setzt die Leiterplatte erheblichen lateralen Belastun-
gen aus.

[0007] Die umgesetzten Lésungen nach Stand der
Technik weisen zahlreiche Mangel auf, die es zu be-
heben gilt.

[0008] Daher besteht eine Aufgabe der Erfindung
darin, eine Anordnung mit einer Warmeplatte zu bie-
ten, welche eine bessere Warmeubertragung zwi-
schen der Metallgrundplatte der Gehause der Leis-

tungsbauteile, die von der Leiterplatte getragen wer-
den, und der Grundplatte mittels einer Warmeplatte
ermdglicht, welche eine bessere Kihlung oder eine
bessere Warmeabflihrung von der elektronischen
Leiterplatte gestattet.

[0009] Zu diesem Zweck bietet die Erfindung eine
auf einer einen Kiihler bildenden Grundplatte ange-
ordnete oder auf eine solche Grundplatte aufsetzba-
re Anordnung mit einer Leiterplatte, welche in ihrer
Dicke eine Mehrzahl von Léchern aufweist, welche
dafir bestimmt sind, eine Warmeubertragung zwi-
schen einer ein oder mehrere jeweils von einem Ge-
hause umschlossene elektronische Bauteile tragen-
den Seite der genannten Leiterplatte und der einen
Kahler bildenden Grundplatte zu gewahrleisten, wo-
bei die Anordnung eine Mehrzahl von Kontakten aus
einem warmeleitenden Material aufweist, welche
weitestgehend die gesamte Dicke der Leiterplatte
durchqueren und dabei in die Locher derselben auf-
genommen werden, um eine Warmeubertragung
zwischen einer ein oder mehrere elektronische Bau-
teile tragenden Seite der Leiterplatte und der Grund-
platte zu gewahrleisten, wobei die Kontakte einsti-
ckig mit einer sie tragenden, als Sohle bezeichneten
Platte (4) ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sohle (4) zwischen der Leiterplatte (1) und
der Grundplatte angeordnet ist.

[0010] Vorteilhafterweise wird die Erfindung durch
die folgenden verschiedenen Merkmale komplettiert,
sei es nun durch ein Merkmal allein oder durch jed-
wede moégliche Kombination von Merkmalen:
— die Sohle besteht aus einem Material, das iden-
tisch mit dem einer Grundplatte des Bodens des
Gehdauses eines Bauteils ist, oder aus einem Ma-
terial, dessen Ausdehnungskoeffizient und/oder
Warmeleitfahigkeit aquivalent sind;
— die Anordnung weist eine dehnbare Thermo-
dichtung auf, Uber welche sie die Grundplatte kon-
taktiert;
— Kontakte werden unmittelbar von dem Gehause
eines elektronischen Bauteils getragen und kon-
taktieren die Grundplatte Uber eine dehnbare
Thermodichtung;
— die Sohle weist zusatzliche Mittel auf, welche
geeignet sind, sie mit der Leiterplatte mechanisch
zusammenzuhalten;
— bei den zusétzlichen Festhaltemitteln handelt es
sich um Noppen, welche von der Sohle getragen
werden;
— die Sohle (4) und die Kontakte (4a) werden auf
die Leiterplatte gel6tet, um eine Verteilung der
Warmeabflhrung zu erméglichen;
— die Sohle weist Durchgangslécher auf, um die
Abflhrung der eventuell in der Létmasse einge-
schlossenen Restluft zu gestatten.

[0011] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
gehen aus der folgenden Beschreibung hervor, die
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ausschlieRlich der Veranschaulichung der Erfindung
dient und diese nicht einschrankt; die Beschreibung
nimmt auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug, bei
denen:

[0012] - die bereits detailliert erlauterte Fig. 1 einen
Aufbau einer Leiterplatte mit (metallisierten oder
nicht metallisierten) Léchern veranschaulicht, die ei-
ner bekannten Ausflihrungsform nach Stand der
Technik entspricht;

[0013] - Fig. 2 eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Anordnung ist, welche einer mdglichen
Ausfuhrungsform der Erfindung entspricht;

[0014] - Fig. 3 eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Anordnung ist, welche einer mdglichen
Ausfuhrungsform der Erfindung mit zwischen der
Sohle und der Leiterplatte integrierten Festhaltemit-
teln entspricht;

[0015] - Fig. 4a und Fig. 4b schematische Schnitt-
darstellungen einer Anordnung sind, welche einer
weiteren moglichen Ausfihrungsform der Erfindung
entspricht.

[0016] Die in Eig. 2 dargestellte Anordnung umfasst
eine Leiterplatte 1, auf welcher ein oder mehrere Ge-
hduse von oberflachenmontierten elektronischen
Bauteilen 2 angebracht sind. Diese Bauteilgehduse
weisen auf ihrem Boden gegeniber der Leiterplatte
eine Metallgrundplatte auf. Die Anordnung umfasst
weiterhin ein Teil 3, bei dem es sich um eine einen
Kahler bildende Grundplatte handelt, welche dazu
bestimmt ist, die von der Leiterplatte 1 und dem/den
Bauteilen) 2 erzeugte Warme abzufihren.

[0017] Eine Sohle 4 aus einem hochleitfahigen Ma-
terial ist zwischen der Leiterplatte 1 und der einen
Kuhler bildenden Grundplatte angeordnet.

[0018] Diese Sohle 4 weist eine Mehrzahl von Kon-
takten 4a auf, die von ihrer direkt gegeniber der Lei-
terplatte 1 liegenden Seite vorstehen und im wesent-
lichen die gesamte Dicke besagter Leiterplatte 1 auf
Niveau von durchgehenden Offnungen 5, welche
letztere aufweist, durchqueren.

[0019] Unter ,Kontakten" werden hierbei und in dem
gesamten vorliegenden Text von der Leiterplatte 1
unabhangige und sich speziell durch eine metallisier-
te Schicht auszeichnende Elemente verstanden, wel-
che diese Leiterplatte 1 insbesondere auf Niveau ih-
rer durchgehenden Offnungen 5 vorweisen kénnte.

[0020] Die Sohle 4 besteht vorzugsweise aus einem
Material, das identisch zu dem der Grundplatte des
Bodens des Gehauses eines Bauteils 2 ist, oder aus
einem Material, dessen Warmeausdehnungskoeffizi-
ent und Warmeleitfahigkeit ahnlich jenen der Grund-
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platte des Bodens des Gehduses sind. Daher wird
eine Sohle aus Kupfer bevorzugt.

[0021] Zur Unterstiitzung des Kontakts zwischen
der Sohle 4 und der Grundplatte 3 wird eine dehnba-
re Thermodichtung 6 zwischen diesen beiden Teilen
eingefigt. Diese Dichtung ermdglicht eine Erhéhung
der Warmeabfihrung.

[0022] Das oder die Gehduse von SMD Bauteilen 2
sind beispielsweise auf die Leiterplatte 1 und die En-
den der Kontakte 4a gelotet. Die Sohle 4 kann eben-
falls mit der Leiterplatte 1 verlétet werden.

[0023] Dieser Létvorgang ist geradewegs in einem
Schritt ausfuhrbar, aus Grinden der Handhabung der
Teile wahrend der Durchfiihrung der Montage kann
jedoch der Wunsch bestehen, das Léten auf zwei
Schritte zu verteilen. So wird im ersten Schritt die
Sohle 4 auf die Leiterplatte 1 gel6tet, bevor im zwei-
ten Schritt das oder die Gehause von Bauteilen 2 auf
die Leiterplatte 1 gel6tet werden.

[0024] Die Sohle 4 und die Kontakte 4a werden auf
die Leiterplatte gel6tet, um eine gréRere Warmeab-
fuhrung zu erreichen. Tatsachlich wird durch Vergro-
Rern des Kontakts mittels des Verlétens die Energie-
Ubertragung in Richtung der Grundplatte 3 optimiert
und die Warmeabflihrung bestens verteilt. Zur Durch-
fuhrung dieser Montagen kann jedoch auch auf die
Anwendung eines Klebeverfahrens zuriickgegriffen
werden.

[0025] Beider einen Kihler bildenden Grundplatte 3
handelt es sich beispielsweise um ein Teil aus Alumi-
nium, das mit einer elektrisch isolierenden Schicht
Uberzogen ist.

[0026] Mit einer derartigen Struktur wird die Menge
an Material, welches Warme durch das Substrat der
Leiterplatte 1 leitet, erheblich vergroRert. Die Warme-
Ubertragung zwischen der oberen Seite der Leiter-
platte 1 und der einen Kuhler bildenden Grundplatte
3 wird dann sehr stark erhoht.

[0027] Selbstverstandlich handelt es sich bei den
Kontakten 4a vorzugsweise um Vollelemente, damit
eine moglichst hohe Warmeubertragung gewahrleis-
tet ist.

[0028] Diese LOsung gestattet vorteilhafterweise,
die Sohle 4 als ein vollwertiges ,Bauteil" zu betrach-
ten, das wahrend der Realisierung der erfindungsge-
malen Anordnung positioniert wird.

[0029] Der Durchmesser der in der Leiterplatte 1 an-
gelegten metallisierten oder nicht metallisierten L6-
cher ML liegt durchschnittlich zwischen 0,4 und 1
mm. Da die GréRe der Gehause von Leistungsbau-
teilen bekannt ist, besteht die Mdglichkeit, die unge-
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fahre Anzahl der Kontakte zu schatzen, die unter je-
dem Gehause eines Bauteils vorhanden sind. Die
Anzahl der unter jedem Gehause eines Bauteils vor-
handenen Kontakte variiert entsprechend der Grolie
des Gehauses eines Bauteils zwischen zehn und
zwanzig. Diese Anzahl an Kontakten ist erheblich
und ermdglicht auf effektive Weise, die Abfihrung
der durch das Leistungsbauteil erzeugten Warme
stark zu verbessern.

[0030] Fig. 3 stellt eine erfindungsgemalie Anord-
nung dar, welche ein Beispiel fur zusatzliche Mittel
zum Festhalten der Sohle 4 auf der Leiterplatte 1 auf-
weist.

[0031] Zusatzlich zu den Kontakten 4a weist die
Sohle 4 Mittel auf, die ihren mechanischen Zusam-
menhalt mit der Leiterplatte 1 gewahrleisten. Diese
zusatzlichen Mittel sind beispielsweise elastische
Mittel zur Verrieglung (,Clips") oder Noppen, welche
eingetrieben werden.

[0032] Fig. 3 stellt eine Sohle 4 dar, welche Noppen
4b mit im allgemeinen konischer Form aufweist, wel-
che gestattet, dass sich Noppen 4b in Locher, welche
in der Leiterplatte 1 angelegt sind, treiben lassen, um
unabhangig davon, wie das Ganze gehandhabt wird,
die Leiterplatte 1 mit der Sohle 4 zusammenzuhalten.

[0033] Weiterhin weist die Sohle 4 an gewissen
Stellen Durchgangslécher 4¢ auf, um ein Abflihren
der Restluft zu gestatten, die in der Létmasse unter
dem Leistungsbauteil eingeschlossen sein kénnte.

[0034] Die Leiterplatte 1, die Sohle 4 und die einen
Kahler bildende Grundplatte 3 werden dann durch
Kaltpressen und Crimpen zusammengefligt oder
durch jedwede andere Technik (Verschraubung, An-
wendung einer Druckfeder), welche die mechanische
Pressung des Ganzen gewahrleistet. Vorteilhafter-
weise kann diese Anordnung auf einer strukturierten
Grundplatte realisiert werden, welche zwei Niveaus
aufweist, von denen das eine zwecks Aufnahme der
Sohle 4 eine starkere Hohlung hat und das andere,
auf welchem das Crimpen des Ganzen erfolgt, weni-
ger stark gehohlt ist und die gleiche Dicke wie die
Sohle 4 besitzt, auf welcher die gedruckte Schaltung
ruht.

[0035] Die erfindungsgemale Anordnung gestattet
eine Berilcksichtigung der Ausdehnungsbedingun-
gen flr die verschiedenen Elemente im Bezug zuein-
ander und gewabhrleistet, dass das Ganze dank des
Vorhandenseins einer Referenzoberflache auf der
Sohle 4 eben ist.

[0036] Als Variante kann vorgesehen werden, dass
ein oder mehrere thermische Kontakte unmittelbar
von den SMD Bauteilen 2 anstatt von einer eigen-
standigen Metallsohle getragen werden.
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[0037] Dies wird von den Darstellungen 4a und 4b
veranschaulicht.

[0038] Die Leiterplatte 1 wird auf der Grundplatte 3
mittels einer dehnbaren Thermodichtung 6 angeord-
net und tragt die Bauteile 2 auf ihrer der Dichtung 6
und der Grundplatte 3 gegenuberliegenden Seite.

[0039] Beidiesem Aufbau ist die dehnbare Thermo-
dichtung 6 zwischen der Leiterplatte 1 und der
Grundplatte 3 angeordnet, wobei ein oder mehrere
Kontakte, die von den Bauteilen 2 getragen werden,
mit der Grundplatte 3 mittels besagter thermischer
Dichtung 6 in Kontakt stehen.

[0040] Weiterhin besteht die Mdglichkeit, die War-
meabflihrung dadurch zu verbessern, dass ein Ge-
hause von Bauteilen 2, welche Kontakte besitzen,
und eine Sohle 4, welche Kontakte 4a aufweist, in
Kombination verwendet werden, wie Fig. 4b dies
veranschaulicht.

Patentanspriiche

1. Auf einer einen Kuhler bildenden Grundplatte
angeordnete oder auf eine solche Grundplatte auf-
setzbare Anordnung mit einer Leiterplatte (1), welche
in ihrer Dicke eine Mehrzahl von Ldchern (5) auf-
weist, welche daflr bestimmt sind, eine Warmeuber-
tragung zwischen einer ein oder mehrere jeweils von
einem Gehause umschlossene elektronische Bautei-
le (2) tragenden Seite der genannten Leiterplatte (1)
und der einen Kihler bildenden Grundplatte (3) zu
gewahrleisten, wobei die Anordnung eine Mehrzahl
von Kontakten (4a) aus einem warmeleitenden Mate-
rial aufweist, welche weitestgehend die gesamte Di-
cke der Leiterplatte (1) durchqueren und dabei in die
Loécher (5) derselben aufgenommen werden, um eine
Warmeubertragung zwischen einer ein oder mehrere
elektronische Bauteile (2) tragenden Seite der Leiter-
platte (1) und der Grundplatte zu gewahrleisten, wo-
bei die Kontakte (4a) einstlickig mit einer sie tragen-
den, als Sohle bezeichneten Platte (4) ausgebildet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Sohle (4)
zwischen der Leiterplatte (1) und der Grundplatte an-
geordnet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sohle (4) aus einem mit dem Ma-
terial einer Grundplatte des Bodens des Gehauses
eines Bauteils (2) identischen Material oder aus ei-
nem Material mit einem benachbarten Ausdehnungs-
koeffizienten und/oder einer benachbarten elektri-
schen Leitfahigkeit besteht.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine dehnbare Thermodichtung (6)
aufweist, Uber welche sie die Grundplatte (3) kontak-
tiert.
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4. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Kontakte unmittelbar von dem Gehau-
se eines elektronischen Bauteils (2) getragen werden
und die Grundplatte (3) tber eine dehnbare Dichtung
(6) kontaktieren.

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sohle (4) zusatzliche Mittel auf-
weist, welche geeignet sind, sie mit der Leiterplatte
(1) mechanisch zusammenzuhalten.

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei den zusatzlichen Festhal-
temitteln um Noppen (4b) handelt, welche von der
Sohle (4) getragen werden und in Locher der Leiter-
platte (1) hineingetrieben werden.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sohle (4) und die Kontakte (4a) auf
der Leiterplatte (1) gelétet werden, um eine Vertei-
lung der Warmeabflihrung zu ermdglichen.

8. Anordnung nach Anspruch 1 in Verbindung mit
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sohle
(4) Durchgangslécher (4c) aufweist, um die eventuell
in der Loétmasse eingeschlossene Restluft abzufiih-
ren.

9. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehause eines Bauteils (2) auf
der Leiterplatte (1) und an den Kontakten (4a) ge-
schweilf3t ist.

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehause eines Bauteils (2)
auf der Leiterplatte (1) und auf den Kontakten (4a)
gelotet ist.

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die L6-
cher (5) einen Durchmesser haben, welcher durch-
schnittlich zwischen 0,4 und 1 mm liegt.

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
hause eines Bauteils (2) ein Gehause fir ein oberfla-
chenmontiertes Leistungsbauteil ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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